
デュアル高速ローサイド・ゲート・ドライバ
ピーク・シンク/ソース電流：5A

特　長
●	業界標準のピン配置
●	2つの独立したゲート駆動チャネル 
●	ソースおよびシンク駆動ピーク電流：5A
●	出力毎に独立したイネーブル機能
●	電源電圧に依存しないTTLおよびCMOS互換ロジッ
ク・スレッショルド

●	ヒステリシス付きのロジック・スレッショルドによ
る高いノイズ耐性

●	入力およびイネーブル・ピンの電圧レベルがVDD
ピンのバイアス電源電圧に制限されない

●	シングル電源電圧範囲：4.5～18V
●	VDD UVLO時に出力をLowに保持（パワーアップ/
パワーダウン時のグリッチを防止）

●	高速伝搬遅延（標準13ns）
●	高速立ち上がり/立ち下がり時間（標準7ns/6ns）
●	標準1nsの2チャネル間遅延マッチング
●	2出力の並列による高駆動電流
●	入力フローティング時に出力をLowに保持
●	パッケージ・オプション：PDIP-8、SOIC-8、
MSOP-8 PowerPAD™、および3mm × 3mmの
WSON-8

●	動作温度範囲：–40°C～+140°C

アプリケーション
●	スイッチ・モード電源
●	DC/DCコンバータ
●	モーター制御、太陽光発電 
●	最新の広バンドギャップ・パワー・デバイス（GaNな
ど）用ゲート駆動

概　要
UCC2752xファミリーのデバイスは、デュアル・チャネルの高

速ローサイド・ゲート・ドライバであり、MOSFETおよびIGBT
パワー・スイッチを効果的に駆動できます。本質的に貫通電流
を最小限に抑える設計により、UCC2752xは、容量性負荷に対
してソース/シンクともに最大5Aの高いピーク電流パルスを供
給できます。また、レール・ツー・レールの駆動能力を持ち、伝
搬遅延は標準13nsと非常に小さくなっています。さらに、2つ
のチャネル間で内部伝搬遅延がマッチングされるため、同期整
流器などタイミング条件の厳しいデュアル・ゲート・ドライバを
必要とするアプリケーションに最適です。また、2つのチャネ
ルを並列接続して実質的な電流駆動能力を高めることも、1つ
の入力信号で2つのスイッチを並行して駆動することも可能で
す。入力ピンのスレッショルドは、TTLおよびCMOS互換の低
電圧ロジックに基づき、VDD電源電圧に依存しない固定値と
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Dual Inverting Inputs
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Dual Non-Inverting Inputs
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製品マトリックス

PowerPADは、テキサス･インスツルメンツの商標です。

http://www.ti.com/lit/gpn/ucc27523


2

	 静電気放電対策

この集積回路は、ESDによって破損する可能性があります。テ
キサス・インスツルメンツは、集積回路を取り扱う際には常に適切な
注意を払うことを推奨します。正しいESD対策をとらないと、デバ
イスを破損するおそれがあります。

ESDによる破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故
障まで多岐にわたります。精密な集積回路の場合、パラメータがわ
ずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性がある
ため、破損が発生しやすくなっています。

なっています。上限と下限のスレッショルド間に幅広いヒステ
リシスが設けられているため、優れたノイズ耐性が得られます。 

UCC2752xファミリーでは、反転 × 2、非反転 × 2、または
反転 × 1 + 非反転 × 1という3種類の標準的なロジック・オプ
ションを使用できます。UCC27526はデュアル入力設計であ
り、チャネル毎に反転（IN–ピン）と非反転（IN+ピン）の両方の
構成を柔軟に実装できます。IN+またはIN–ピンでドライバ出
力の状態を制御します。使用しない入力ピンは、イネーブル
およびディスエーブル機能に使用できます。安全な動作のた
めに、UCC2752xファミリーのデバイスはすべて、入力ピン
に内部プルアップおよびプルダウン抵抗を備え、入力ピンが
フローティング状態のときには出力がLowに保持されます。
UCC27323、UCC27324、およびUCC27325は、イネーブル・
ピン（ENAおよびENB）を搭載し、ドライバ・アプリケーション
の動作をよりきめ細かく制御できます。これらのピンは、アク
ティブ・ハイ・ロジックでは内部でVDDにプルアップされ、標準
動作時にはオープンになります。 

UCC2752xファミリーのデバイスは、SOIC-8（D）、露出
したパッド付きのMSOP-8（DGN）、または露出したパッド

製品情報 (1) (2)

型番 パッケージ 動作温度範囲、TA
SOIC 8-Pin (D), MSOP 8-pin (DGN),UCC27523 WSON 8-pin (DSD)
SOIC 8-Pin (D), MSOP 8-pin (DGN),UCC27524 WSON 8-pin (DSD), PDIP 8-pin (P) –40 °C～140°C
SOIC 8-Pin (D), MSOP 8-pin (DGN),UCC27525 WSON 8-pin (DSD)

UCC27526 WSON 8-pin (DSD)
（1）最新のパッケージおよびご発注情報については、このデータシートの巻末にある「付録：パッケージ・オプション」を参照してください。 
（2）すべてのパッケージはPd-Ni-AuのPbフリー・リード仕上げであり、255°C～260°Cのピーク・リフロー温度でMSLレベル1に準拠し、
 鉛フリーまたはSn/Pb半田付けのいずれにも対応できます。DRSパッケージはMSLレベル2に準拠しています。 
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UCC2752x標準アプリケーション図（x = 3, 4 or 5）
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UCC27526アプリケーション図（イネーブ機能使用無）

（SLUSAQ3F）

付きの3mm × 3mm WSON-8（DSD）パッケージで供給されま
す。UCC27524は、PDIP-8（P）パッケージでも供給されます。
UCC27526は、3mm ×3mm WSON（DSD）パッケージのみで供給
されます。
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